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Verfahren zur Hergtellung von Leiterplatten

Anwendungsgebiet der Erfindung

Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten mit honer Be-
stdndigkeit gegen Temperaturwechselbeanspruchungen, insbhe-
gsondere mit hoher Lotbadbestédndigkeit.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Z8 sind Verfahren zum Imprignieren von Trdgermaterialien be-
Xannt, bel dem diese benandelt werden mit:

- wasserléslichen Phenolharzen, welche Amino- oder Epoxysilan
enthalten (DE-AS 2 410 409),

- losungsmittelfreien Bindemitteln, wobei der Imprédgniervor-
gang durch Vakuum, Ultraschall oder Erwirmung (DD-PS
133 513) uaterstiitzt wird,

- gpeziellen Epoxidharz/Hirter-Systemen (DE-AS 2 033 626,
US-PS 4 075 250, DE-0S 2 3C8 433 und 2 559 417).

Weifter ist bekannt, ein Laminat aus einem mit Methacrylsiure-
chromkomplex behandelten Glasseiden_jewebe und Epoxidharz unter
Druck bis zur Gelbildung zu hidrten, wonach die Weiterhirtung
mit vermindertem Druck erfolgt (US-PS 3 660 199)., Ebenfalls ist
bekannt, ein Vlies aus einer ilischung von aromatischer Poly-
amidfaser und Polyesiterfagser als Trigermaterial zu verwenden
(D2-0S 2 134 663).
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Bs ist das Ziel der Erfindung, Delanminierungsersch
vermeiden und damit die AusschuBquote zu senkene

Darlecunz des ‘lesens der IZrfindung

Technische Aufgabe

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, gegen Temperatur-
wechselbeanspruchungen bestiandige Leiterplatten durch Liodifi-
zlerunz der Grenzschicht zwischen dem anorganischen Triger-
material urnd dem Polymeren herzustellen.

lerkmgle der Zrfindungz

Zin anorzanisches Trégermaterial oder ein Polymeres wird miv
einem wélrigen organofunxziionalisiertem Kieselsol behandelt,
dall erfindungsgemdB eine mittlere TeilchengrdBe der organo-
funktionglisierten kolloiden SiOg-Teilchen in Xieselsol von
5 bis 40 nm aufweiste.

Vorteilhaft ist es, das Trigermaterial oder das Polymere mit
einem w&Brigen Kieselsol, dem organofunitionelle Silane

und /oder Chromkomplexe orggnischer ungesidtbtigter Siuren vomr
Terner-Tynus zugesetzt wurden, zu behandeln. Als organo-
funitionelle Silane werd-n Ipoxysilane, Aminosilane, Xeth-
acrylsilane oder ihre llischungen, als Chromkonmplexe orga-
nischer uwngesdttigter S&vwren Chromchloridmethacryla’ einge-
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zun wd3rigen Zleselsol werden die organischen Verbindungen
7o0n d2n 3i0.=Tailchen adsorbisrs und 25 Iozat zu einer cie-
nischen Reakvilon zuiscnen den Silanen bzv. Jaromkomnlexen unl

den Zydroxylgruppen der SiOa-Teilchen des Kiesels ols. Infolge
der Abscheidung der organofunktionellen SiOE-Teilchen auf der
Oberfliche des Trigermaterials infolge der Rehandlung des an-
organischen Trigermaterials bzm. des Polymers wird die Grenz-
schicht zwischen dem anorganischen Trégermaterial und der or-
sanischen Polymer modifiziert. Infolge dieser llodifizierung
treten bel Temperaturwechselbeanspruchungen, Ze. Be. beim
"Strel3test" keine Delaminierungserscheinungen (leasling™)
aule ois Trigermaterial sird inshesoadesrs zin Flichengebilda

aus Glasfaserstoffen verwendetf.

Ausfihrungsbeisoiel :

Machstehend soll die ZErfindung an einem Ausfihrungsbelspiel
niher erlautert werden:

10
60
50
werden vermischt, mit destilliertem Jasser aguf 10 1 gufge-
31lt und 100 min gerihrt. Der pHE-Jert der Losung wird nit

Hieselsol 30
@hlecidoxypropyltrimethoxysilan und
@-Hethacryloxvpropyltrimethoxysilan
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smelsensdure auf 4 eingestellt. Ilach Beendiung der Reakbticn
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1ird ein thermisch entschlichtetes Glasseidengewebe mit einer
i)
Fl chenmasse von 2C0 ¢/27 nit dieser Lisung anf einem TFoulard
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aprazgniert, auf einen Restisuchbegehgls von 33 % zuischen
Jalzen abgequetscnt und dei 120 °g geGrOC:net. Das so be-
handelte Gewebe wird mit einer Epoxidharzlosung, die Hirter
urd Reschleuniger enthalf, impridgniert, und aus den erhaltenan
Prepregs Platten auf iibliche Jeise geprelt (3 Gewebelagen).
Reli Tenmperaturnecnselbeanspruchungen, ze. 3. beln ""Streftess®,

2izen sich Xeine Delagminiesrungserscheinurgen (MMisagsling"). I3
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die organofunktionalisierven Si0,-Tellcihen in der Grenzscilicls
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ie bei Temperaturbeaufschlagung entstenenden Srannungen ao-
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Terfahren zur Herstellung von Leiterplgtten mit Loher

en Tanmperaturvwechselbeansvruchungen,
insbesondere honzr Litbadbestandigleit, bestehend aus
ancrganischen Trdgermaterial, vorzugsveise Glasfaser-
stoffen, und Polymeren, durch RBehandlung des anorga-
nischen Trégermaterials oder des Polymeren mit einem
wdBrigen organofunktionalisierten Kieselsol, dadurch
gekennzeichnet, daB mit einer mittleren Teilchengrole
der organofunktionglisierten kolloiden 5102—Teilchen

im Kieselsol von 5 bis 40 nm behandelt wird.
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